
自動車用先端SoC技術研究組合（ASRA）への追加支援の決定
◼ 自動車用先端SoC技術研究組合(ASRA)は、2024年3月にポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業において研究開発

プロジェクトに採択（支援上限：10億円）
◼ 2024年11月のステージゲート審査において、追加支援を決定（支援上限：410億円）
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自動車のユースケースから車載チップレットSoCの要件を定義、
成立のための技術課題(右:7個の課題)と対応方針、開発計画を導出

【これまでの成果】

【今後の計画】
車載チップレットSoCの構造やダイ間通信等を検証するための
試作を経て、2028年度までに技術開発完了を目指す。
同時に、車載用チップ間通信仕様の国際標準化を目指す。
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チップレットSoCの研究開発要素 技術課題
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低熱線膨張係数材料の世界初
採用による、車載環境条件を満たす
高信頼性パッケージング技術を開発

開発例）
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